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Warmeubertragungsflache. Warmeableitung 
(57) Vorrichtung zum Befestigen von 
Halbleiter-Bauelementen in elektrischen Geraten und 
Apparaten, wo es darauf ankommt, die in den 
Bauelementen entwickelte Warme moglichst schnell und in 
solch einem MaBe den Flachen von Kuhlkdrpern, Grund- 
und Montageplatten zu ubertragen, daB den 
Halbleiter-Bauelementen eine lange Lebensdauer und hohe 
Zuverlassigkeit erhalten bleibt. Die vom Aufbau her nur 
einseitig zu befestigenden Bauelemente werden durch das 
Mitanschrauben einer krallenartigen Feder uber mehr als 
nur einen Punkt auf die Befestigungsunterlage gedruckt. 
Die zusatzlichen Druckkrafte werden durch 
Federspannungen erzeugt, die sidh beim Festschrauben 
des Bauelementes in der krallenartigen Feder bilden. Die 
Warmeubertragungsflache zwischen der metallenen 
Grundplatte des Halbleiter-Bauelementes und der 
Befestigungsunterlage (z. B. KuhJkorper) vergro&ert sich. 
Fig. t 
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Patentanspruche: 

J. Vorrichtung zum Befestigen eines Halbleiter-Bauelementes auf seiner Befestigungsunterlage, 
dadurch gekennzeichnet, daft zwischen dem Halbleiter-Bauelement und dem Kopf der 
Befestlgungsschraube elne krallenformige Feder liegt, die sich mit einer durchgehenden 
Hinterkante auf die Oberflache der Befestigungsunterlage abstutzt, wahrend die zwei KraMehfinger 
auf der Oberseite des Halbleiter-Bauelementes aufliegen. 

2. Vorrichtung gemaS Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die krallenformige Feder im nicht 
befestigten Zustand einen parallelen Luftspalt zur Bauelement-Grundplatte bildet. 

Hierzu 1 SeiteZeichnungen 



Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft diefeste mechanische Verbindung und gute therm ische Kopplung von Halbleiter-Bauelementen mit der 
fur sie vorgesehenen Befestigungsunterlage (z.B. Grund- oder Montageplatten, KtihlelementeK Die Losung ist verwendbar im 
elektrisch-elektronischen Gerate- und Apparatebau. 

Charakteristik des bekannten Standes der Technik 

Die mechanische Befestigung von f lachen Halbleiterbauelementen ist immer mit dem Problem einer guten thermischen 
Kopplung mit der Befestigungsunterlage verbunden. Die Bauelemente besitzen eine metaltene Grundplatte, die die im ' 
Halbleiter-Bauelement erzeugte Warme moglichst schnell und ganzflachig an die als Kuhlelement fungierende 
Befestigungsunterlage abgeben soil. Bauelementeseitig ist in der metallenen Grundplatte, weit au&erhalb der Mine, ein 
Befestigungsloch vorgesehen. Die normale Befestigung mit einer Schraube oder einem Niet sichert nicht Immer die erf orderllche 
optimale Warmekopplung und somlt die bestmdgliche Wdrmeabfuhr vom Bauelement. Der einseitige Befestigungsdruck 
bewirkt im ungunsttgen Fade ein Abheben der Bauelement-Grundplatte von der Befestigungsunterlage durch Verbiegen. 
Die Praxis f ordert eine wirklich optimale Warm eabfuh rung vom Halbleiter-Bauelement zu kuhleren Konstruktionselementen, 
besonders wenn es sich um eine Haufung von Bauelementeh auf kleiner Flache handelt. 

Das Europa-Patent 0124715 siehtvor, zwei gegenOberliegend angeordnete Hal bleiter-Bau elements mit einer Metallklammer an 
das Blech eines Kuhl- oder Montagekdrpers zu drOcken. 

Dieser Losung wohnt eine bestimmte Montagewirtschaftlichkeit, jedoch nicht eine hdchstmdgliche flachige 
Warmekontaktierung und Betriebssicherheit inne. 

Eine dem Erfindungsgedanken nahellegende Ldsung stellt die DE-OS 3504948 dar, indem ein Deckel aus Plast mit lateraler 
Befestigung und Abstutzung ein Halbleiter-Bauelement verschliefit und zugleich uber eine metallene Grundplatte einen Druck 
auf ein Kuhlelement ausubt. Dieser Kontaktdruck kann jedoch nurgering sein, da etnerseits der lateral befestigte Deckel aus Ptast 
. besteht, andererseits das Halbleiter-Bauelement nur uber das PI a stg eh a use befestigt und nur dadurch warmegekoppelt ist. 
Eine weitere Ausfuhrung (DE-OS 2831 397) zeigt wiederum eine sehr okonomische Befestigung der Haibleiter-Bauelemente 
mittels Schrumpffolie an Lotstiften. Hierbei entsteht aberfastkeine Warmeabfuhrung. 

N ' ' : i 

Ziel der Erfindung j 

Das Zlel der Erfindung ist, lateral befestigte Haibleiter-Bauelemente mechanisch sicher und wirtschaftlich in Geraten und 
Apparaten zu befestigen und die vorhandene Warmeubertragungsflache optimal zu nutzen. Zu vermeiden sind Verformungen 
der Warmeubertragungsflache beim unmittelbaren Befestigen der Bauelemente als auch die im Betrieb des Gerates auftretende 
Verformung durch das Wrrken thermischer oder f reiwerdender mechanischer Spannungen. Die Erfindung dient einer hdheren 
mechantschen und elektrischen Zuverlassigkeit der Gerate und okonomisch dient die Erfindung der Minimierung der 
Bauelementen-GroBe. Die Bauelemente sollen bis an ihre Leistungsgrenzen genutzt werden k6nnen. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Die Aufgabe ergibt sich aus den bereits genannten Mangeln bisheriger technischer Losungen der Befestigung von Halbleiter- 
Bauelementen auf den ihr zugeordneten Befestigungsunterlagen, indem die sehr auBermittige Befestigungsprioglichkeit 
entweder nur eine gute mechanische Befestigung und eine nur sehr unvollkommene thermische Kopplung ist oder umgekehrt 
Die Aufgabe besteht darin, laterale Haibleiter-Bauelemente so zu befestigen, daS gleichzeitig mit dem Anschraubdruck weitere 
Druckpunkte uber das Bauelement auf die Warmekoppelflachen ubertragen werden und eine — gegenuber der 
Befestigungsunterlage — konvexe Durchbiegung der Bauelemente-Grundplatte vermieden bzw. gemindert wird, um eine 
optimale Warmeubertragungsflache zu erhalten. 

Erfindungsgemaft wird diese Wirkung dadurch erreicht, daft das Halbleiter-Bauelement unter Beilage einer alle 
Fertigungstoleranzenberucksicbtigende,in ihrerFederkraft berechnete krallenartige Feder mit einer normalen Zylinderschrauba 
auf die Befestigungsunterlage g esch rail bt wird und daR nach Beendtgung des Schraubvorganges die Kraft der Schraube und die 
gleichzeitig damit gespeicherte Federkraft in der Kralle uber wenigstens drei Punkte auf das Bauelement annahernd gleichmafiig 
einwirkt. 
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Warmeubortragungsflache drOckt. anient zusatelich und an andererStelleals die Schraube an die 
AusfOhhingsbeispiel 

S5K33SSSS& *" - seiner Befestigungsunterlag'ewird .» Li 

Es bedeuten: 



R 9 ur3, Draufs,chtauf d.e Befestigung ernes Halbleiter-Bauefemantes 

unbelasteten Zustand Hegt die durchgehende 4 dS SSS^J ^ d3S Ha,b «^-Ba U e.ement 1 ge.egt Im 
Befeetlgungsuntertage 2 und die Krallenfinger 5 lieg^ auVdem 52£? J 9 ™. Feder 3 auf der Oberseite der 9 9 
krallenformigen Feder 3 so gewahlt. daS ein para Meter Luft s „»Tt " alb,e ,' ter -? dement. Dabei ist die Abmessung der 
D.mensionierung und die Elastfcitat der k^KZfcen S^3 i ^^T inte ' Qn,n,,l,,m9 7 entst ^ ™* «• 

Emponkt-Befestigung auB erha.b der Mi«e d^ 



